
 

依托低电流捕捉微小电阻变化的接合可靠性评价系统 

 

 先进封装时代下新型连接可靠性课题 
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  兼顾低电流施加与高精度测量的 

  导体电阻评价系统  
  

  

  

  

  

  

   

特点 

～半导体封装与材料可靠性评价系列～

低电流导体可靠性评价系统 AMR-SPM

市场背景 
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 可根据评价目的选择测量模式 

 ：

 台式化设计，操作便捷 

 全新开发的专用分析软件，支持试验过程实时威布尔分析 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

低电流导体可靠性评价系统 AMR-SPM 规格 

测量电流类型 DC 

通道构成 40～280ch（以 40ch为单位） 

通道控制 10通道为单位 

电阻测量范围 1×10⁻³～1×10¹Ω（1mΩ～10Ω） 

电阻测量误差 
高精度模式：1mΩ ±0.7％以内、10mΩ ±0.1％以内、100mΩ ±0.05％以内 

高速模式：1mΩ ±2.5％以内、10mΩ ±0.5％以内、100mΩ ±0.1％以内 

测量速度 
高精度模式：40ch 310秒以内、80～280ch 620秒以内 

高速模式：40ch 24秒以内、80～280ch 48秒以内 

测量电流 1 mA 

测量方法 4线式测量 

助力提升可靠性评价效率的三大要点 

规格 


